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Description

[0001] L’invention a trait au domaine de I'éclairage et
de la signalisation lumineuse, notamment pour véhicule
automobile.

[0002] Dans le domaine de I'éclairage et de la signa-
lisation lumineuse pour véhicules automobiles, il devient
de plus en plus courant d’utiliser des sources lumineuses
a composants semi-conducteurs électroluminescents,
par exemple des diodes électroluminescentes, LED. Un
composant LED émet des rayons lumineux lorsqu’une
tension d’'une valeur au moins égale a une valeur seulil
appelée tension directe est appliquée a ces bornes.
[0003] De maniere connue, une ou plusieurs LEDs
d’un module lumineux pour un véhicule automobile sont
alimentées par le biais de moyens de pilotage de l'ali-
mentation, qui comprennent des circuits convertisseurs.
Les moyens de pilotage de I'alimentation sont configurés
pour convertir un courant électrique d’'une premiére in-
tensité, par exemple fourni par une source de courant du
véhicule automobile, telle qu’une batterie, en un courant
de charge ayant une deuxiéme intensité, différente de la
premiere. Le courant de charge a en général une inten-
sité constante.

[0004] Il devient de plus en plus commun d’intégrer
plusieurs fonctions lumineuses d’un véhicule automobi-
le, par exemple les fonctions feux diurne (DRL, « daytime
running light »), feux de route, ou autres dans un méme
module lumineux. Par conséquent, le nombre de conver-
tisseurs par module, ainsi que la chaleur que ces com-
posants produisent dans le module, augmentent. Il s’im-
pose donc un besoin de moyens de dissipation thermique
efficaces. Vues les contraintes de volumes imposées par
I'espace restreint d’'un module lumineux pour un véhicule
automobile, il est néanmoins important qu’un dissipateur
thermique ait des dimensions compactes et un poids Ié-
ger. Un dissipateur thermique selon la préambule de la
revendication 1 est connu de JP 2008 059965 A, CN 203
273 812 U, WO 2012/169569 A1 et EP 2 738 456 A1.
[0005] L’invention a pour objectif de proposer une so-
lution palliant le probléeme susmentionné. En particulier,
'invention propose un dispositif de dissipation thermique
léger a haute conductivité thermique et capable, dans
des modes de réalisations préférés, d’étre installé selon
plusieurs orientations, tout en assurant une bonne dissi-
pation de la chaleur produite par les composants élec-
troniques d’un module lumineux pour véhicule automo-
bile.

[0006] L’invention a pour objet un dispositif de dissi-
pation thermique pour un module lumineux de véhicule
automobile. Le dispositif comprend une base destinée a
recevoir sur une premiére face un circuitimprimé et com-
prenant des moyens de dissipation thermique sur une
deuxiéme face opposée. Le dispositif est remarquable
en que les moyens de dissipation thermique compren-
nentdes ailettes de refroidissement formées par des plis
d’au moins une feuille métallique, les ailettes de refroi-
dissement étant solidarisées a la base au moyen d’une
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fixation entre au moins un des plis et la base.

[0007] La base peut de préférence former un dissipa-
teur principal de chaleur du dispositif.

[0008] De préférence, la base peut étre en Aluminium
embouti. La base peut avantageusement avoir une géo-
métrie généralement plane. De préférence, elle peut
avoir un contour généralement rectangulaire. La base
peut de préférence étre destinée a recevoir un circuit
imprimé sur une de ses faces. Le circuit imprimé peut
comprendre un circuit de pilotage de I'alimentation élec-
trique de sources lumineuses du module lumineux, no-
tamment apte a piloter I'alimentation électrique de ces
sources lumineuses pour la réalisation sélective d’'une
pluralité de fonctions lumineuses, comme par exemple
un éclairage de route, un éclairage de croisement, un
feu diurne, ou un feu de position.

[0009] Les ailettes de refroidissement peuvent de pré-
férence étre en Aluminium.

[0010] La feuille métallique peut de maniére préférée
avoirune épaisseurinférieure a 1 mm, préférentiellement
de 0,6 mm. De préférence, les ailettes de refroidissement
peuvent étre formées par une ou plusieurs feuilles d’Alu-
minium cladées et moletées.

[0011] La hauteur des ailettes de refroidissement par
rapport a la base peut de préférence étre comprise entre
15 mm et 25 mm.

[0012] De préférence, la base et/ou les ailettes de re-
froidissement peuvent présenter une conductivité ther-
mique entre 180 et 230 W/(m-K).

[0013] Les ailettes de refroidissement peuvent préfé-
rentiellement s’étendret suivantau moins deux directions
différentes paralléles a la base.

[0014] Le dispositif peut de préférence comprendre
une pluralité d’ailettes de refroidissement, dont au moins
deux groupes d’ailettes s’étendent suivant deux direc-
tions perpendiculaires entre elles.

[0015] Ladite pluralité d’ailettes peut comprendre un
premier groupe d’ailettes s’étendant en périphérie de la
base, le long de deux premiers bords paralléles et oppo-
sés de la base et un deuxieme groupe d’ailettes s’éten-
danten périphérie de la base, le long de deux deuxiémes
bords paralléles et opposés de la base et notamment
perpendiculaires aux premiers bords. Le cas échéant, la
pluralité d’ailettes peut comprendre un troisieme groupe
d’ailettes s’étendant dans une région centrale de la base
et suivant une direction paralléle a celle du premier grou-
pe.

[0016] De préférence, le dispositif peut comprendre
une pluralité d’ailettes de refroidissement qui s’étendent
de maniére radiale suivant une pluralité de directions a
partir d’'une partie centrale de la base.

[0017] Le dispositif peut de préférence comprendre
une interface thermique disposée entre les ailettes de
refroidissement et la base, par exemple en silicone.
[0018] Les ailettes de refroidissement peuvent de ma-
niére préférée étre collées a la base du dispositif. Le col-
lage peut étre réalisé a I'aide d’une colle de polymérisa-
tion dans un four de polymérisation. De préférence, la
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colle peut étre une colle a haute conduction thermique.
[0019] Alternativement, les ailettes de refroidissement
peuvent étre fixées a la base par brasure. La brasure
peutpréférentiellement étre réalisée moyennant de I'oxy-
de d’Aluminium.

[0020] La base peut de préférence comprendre, sur
sa premiére face, des pions de sertissage destinés afixer
un circuit imprimé sur cette face. Les pions de sertissage
peuvent de préférence étre formés par emboutissage.
[0021] Le dispositif comprend un couvercle en Alumi-
nium embouti, destiné a étre fixé de maniére étanche sur
la premiére face de la base. La conductivité thermique
du couvercle peut de préférence étre comprise entre180
et 230 W/(m-K). De préférence, le couvercle peut étre
fixé a la base par I'intermédiaire d’un joint d’étanchéité.
Le joint peut par exemple étre en caoutchouc.

[0022] Le couvercle peut de préférence comprendre
une ouverture donnant accés a l'intérieur du dispositif,
c'est-a-dire a 'espace destiné a recevoir un circuit impri-
mé. L’'ouverture permet par exemple de réaliser une con-
nexion électrique depuis I'extérieur du dispositif avec le
circuit imprimé

[0023] Le dispositif peut de préférence comprendre
une grille de protection, de préférence en matiére plas-
tique, pour recouvrir les ailettes de refroidissement.
[0024] L’invention a également pour objet un module
lumineux pour un véhicule automobile comprenant au
moins une source lumineuse a élément semi-conducteur
et un circuit imprimé comprenant un circuit de pilotage
de l'alimentation de la ou des sources lumineuses. Le
module lumineux est remarquable en ce que le circuit
imprimé est fixé sur un dispositif de dissipation thermique
du module, le dispositif étant conforme a l'invention.
[0025] La base du dispositif peut de préférence com-
porter des moyens de fixation du dispositif dans le mo-
dule.

[0026] Le circuit imprimé peut de préférence étre re-
couvert de maniere étanche par un couvercle du dispo-
sitif de dissipation thermique.

[0027] Les mesures de l'invention sont intéressantes
en ce qu'elles permettent de proposer un dispositif de
dissipation thermique compact et léger, ayant néan-
moins une capacité de dissipation thermique importante.
Ceci est di a I'utilisation d’Aluminium a conductivité éle-
vée qui est embouti et/ou plié pour réaliser les compo-
sants du dispositif. Par rapport a des solutions connues
faisant usage d’Aluminium injecté comprenant un pour-
centage important d’additifs, des gains en co(ts de pro-
duction d’environ 30 % et des gains en poids d’environ
40% ont pu étre observés. Lorsque les ailettes sont col-
lées sur la base du dispositif de dissipation thermique a
'aide d’'une colle de polymérisation, I'étape de collage
peut étre réalisée ensemble avec le collage du circuit
imprimé. La disposition des ailettes selon une pluralité
de directions assure que I'air peut circuler entre les ailet-
tes indépendamment de l'orientation et de I'emplace-
ment du dispositif au sein d’'un module lumineux pour
véhicule automobile. Ceci augmente la liberté de con-
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ception d’un tel module tout en assurant la bonne dissi-
pation de la chaleur produite par les composants actifs
du module. Le pouvoir de dissipation thermique peut étre
ajusté en adaptant les dimensions des ailettes, et notam-
ment leur hauteur par rapport a la base du dispositif.
[0028] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention seront mieux compris a l'aide de la
description et des dessins parmi lesquels :

- lafigure 1 estune représentation en perspectived’en
bas d’un dispositif selon un mode de réalisation pré-
férentiel de la présente invention ;

- lafigure 2 estune représentation en perspectived’en
haut d’un dispositif selon un mode de réalisation pré-
férentiel de la présente invention ;

- lafigure 3 estune représentation en perspectived’en
haut d’un dispositif selon un mode de réalisation pré-
férentiel de la présente invention, y compris un circuit
imprimé ;

- lafigure 4 estune représentation en perspectived’en
haut d’un dispositif selon un mode de réalisation pré-
férentiel de la présente invention, y compris un
couvercle ;

- lafigure 5estune représentation en perspectived’en
haut d’un dispositif selon un mode de réalisation pré-
férentiel de la présente invention ;

- lafigure 6 est une représentation schématique d'une
vue d’en bas d’un dispositif selon un mode de réali-
sation préférentiel de la présente invention.

[0029] Dans la description qui suit, des numéros de
référence similaires seront utilisés pour décrire des con-
cepts similaires a travers des modes de réalisation dif-
férents de I'invention. Ainsi, les numéros 100, 200, 300
décrivent undispositif de dissipation thermique dans trois
modes de réalisation différents conformes a I'invention.
[0030] Saufindication spécifique du contraire, des ca-
ractéristiques techniques décrites en détails pour un mo-
de de réalisation donné peuvent étre combinées aux ca-
ractéristiques techniques décrites dans le contexte
d’autres modes de réalisation décrits a titre exemplaire
et non limitatif.

[0031] La figure 1 montre un dispositif de dissipation
thermique 100 pour un module lumineux d’un véhicule
automobile selon un premier mode de réalisation exem-
plaire de linvention. Le dispositif comprend une base
110 a géométrie généralement plane, qui est de préfé-
rence en Aluminium substantiellement pur, et qui pré-
sente une conductivité thermique entre 180 et 230
W/(m-K). Dans I'exemple illustré, la base présente un
contour de forme généralement rectangulaire. La base
forme un élément de dissipation de chaleur principal du
dispositif. Une premiére face 112, montrée dirigée vers
le bas, est destinée a recevoir un circuit imprimé non-
illustré. Le circuit imprimé peut par exemple comprendre
des sources lumineuses du module lumineux. Il peut
s’agirde sources lumineuses a composant semi-conduc-
teur, par exemple de diodes électroluminescentes, LED.
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Alternativement, le circuit imprimé peut comprendre un
circuit de pilotage de I'alimentation électrique de telles
sources lumineuses. Les convertisseurs d’un tel circuit,
comme les sources lumineuses, générenten général une
chaleur importante lors de leur fonctionnement, que le
dispositif 100 doit pouvoir dissiper.

[0032] Une deuxiéme face 114, opposée ala premiére
face 112 et illustrée dirigée vers le haut, comprend des
ailettes de refroidissement 120 qui sont solidarisées a la
base au moyen d’une fixation entre au moins un des plis
etlabase. Les ailettes s’étendent dans 'exemple montré
et selon un mode de réalisation préféré, suivantau moins
deux directions différentes mais paralléles au plan de la
base 110 pour créer des gorges ou canaux de circulation
d’air. Dans I'exemple montré, il s’agit de deux directions
A, B généralementperpendiculaires entre elles. Les ailet-
tes de refroidissement 140 sont formées par des plis
d’une tdle métallique. La téle a de préférence une épais-
seur fine de moins d’un millimétre, par exemple de 0,6
mm. Avantageusement, elle est également en Alumi-
nium et présente une importante conductivité thermique
qui se situe entre 180 et 230 W/(m-K). Les ailettes de
dissipation peuvent étre formées par une ou plusieurs
feuilles d’Aluminium cladées et moletées. La hauteur des
plis est choisie selon I'application visée. Une hauteur plus
importante des plis implique une surface d’échange ther-
mique accrue des ailettes par rapport a I'air ambient, et
donc un pouvoir de dissipation thermique plus important
du dispositif. La hauteur des plis peut a titre exemplaire
étre comprise entre 15 et 25 mm. Les ailettes de refroi-
dissement sont fixées a la face 114 de la base 110 de
manieére a assurer une bonne tenue mécanique ainsi
qu’une bonne liaison thermique entre les deux éléments.
La liaison est de préférence réalisée par collage a l'aide
d’une colle de polymérisation qui est durcie lors d’un pas-
sage du dispositif dans un four de polymérisation. Alter-
nativement, d’autres fixations entre les ailettes 120 et la
base 110 peuvent étre considérées sans pour autant sor-
tir du cadre de la présente invention, notamment une
fixation par brasage des deux piéces en question. Com-
me montré sur la figure 1, plusieurs groupes d’ailettes,
deux dans chacune des directions A et B, peuvent étre
pliés a partir d'une méme feuille en Aluminium. Alterna-
tivement chacun des groupes, ou chacune des ailettes
peut étre pliée a partir d’'une feuille en Aluminium dédiée.
Une grille de protection non-illustrée, de préférence en
matiere plastique, peut étre prévue pour recouvrir les
ailettes de refroidissement, afin de protéger celles-ci a
I'encontre de chocs mécaniques éventuels.

[0033] Lafigure 2 montre la premiere face 112, qui est
opposée a la face 114 de la base 110 du dispositif 100.
Cette face est destinée a recevoir un circuit imprimé qui
comprend des éléments électroniques actifs produisant
de la chaleur. Dans I'exemple montré, la face 112 com-
prend des pions de sertissage 113 destinés a coopérer
avec des trous prévus a cet effet dans le substrat d’'un
circuit imprimé. Les pions de sertissage 113 sont de pré-
férence sortis par emboutissage de la plaque en Alumi-
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nium qui forme la base 110. Pour garantir cet effet, il faut
prévoir une épaisseur de la base d’au moins 3 a 4 mm.
La figure 3 montre a titre exemplaire un circuit imprimé
10, sansiillustrer les composants électroniques de celui-
ci, retenu par les pions 113. Le sertissage permet d’as-
surer une bonne tenue mécanique etun bon contact ther-
mique entre le substrat du circuitimprimé et la base 110,
afin de garantir 'échange de chaleur entre les deux élé-
ments. De maniére alternative ou complémentaire au
sertissage, le circuit imprimé peut étre collé a l'aide d'une
colle a conductivité thermique, par exemple une colle de
polymérisation sur la face 112 de la base 110.

[0034] L’échange thermique se fait d’abord entre le cir-
cuitimprimé, sur lequel la chaleur est produite, etla base
110 du dispositif 100. Puis, a travers la liaison thermique
de le base 110 avec les ailettes de refroidissement 120,
la chaleur transite vers celles-ci. Les ailettes de refroi-
dissement présentent une importante surface d’échange
de chaleur avec l'air ambient qui permet de dissiper la
chaleur.

[0035] Llillustration de la figure 4 reprend le dispositif
100 comprenantlabase 110, suruneface 114 delaquelle
les ailettes de refroidissement 120 sont fixées. La face
opposée 112 de la base 110 est recouverte par un cou-
vercle 130. Le couvercle protége le circuit imprimé qu'il
recouvre sur la face 112 par rapport a des chocs méca-
niques, et par rapport a des interférences électromagné-
tiques éventuelles. Il peut également contribuer a la ca-
pacité de dissipation thermique globale du dispositif. A
cet effet, il estavantageux que le couvercle 130 soit formé
par une tole en métal léger comme I’Aluminium. La forme
de la téle est obtenue par emboutissage avec un outil
approprié. La variante d’Aluminium utilisée présente de
préférence une conductivité thermique qui se situe entre
180 et 230 W/(m-K). Le bord inférieur du couvercle peut
de maniere connue coopérer avec le bord de labase 110
afin delierles deux éléments. D’autres moyens de liaison
mécanique, comme le sertissage, et de préférence éga-
lement de liaison thermique sont en soi connus dans I'art
et leur réalisation est a la portée de 'homme de I'art. Afin
de garantir I'étanchéité de la liaison entre la base 120 et
le couvercle 130, un joint d’étanchéité 134 tel qu'il est
illustré sur la figure 4, fabriqué par exemple en caout-
chouc, peut étre installé au niveau de la jonction. Dans
'exemple montré, le couvercle comprend une ouverture
132 donnant accés a l'intérieur du dispositif, c'est-a-dire
au circuit imprimé regu sur la face 112 du dispositif.
L’ouverture 132 permet par exemple de réaliser une con-
nexion électrique depuis I'extérieur du dispositif avec le
circuit imprimé.

[0036] La figure 5 montre un autre mode de réalisation
du dispositif de dissipation thermique 200 selon 'inven-
tion. Le dispositif comprend une base 210 a géométrie
généralement plane, qui est de préférence en Aluminium
et qui présente une conductivité thermique entre 180 et
230 W/(m-K). Une premiére face 212, montrée dirigée
vers le haut, est destinée a recevoir un circuit imprimé
non-illustré. Une deuxiéme face 214, opposée a la pre-
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miére face 212 et illustrée dirigée vers le bas, comprend
des ailettes de refroidissement 220 qui s’étendent sui-
vant au moins deux directions différentes mais paralleles
au plan de la base 210. La face 212 présente la particu-
larité qu'une partie en retrait 216 a été réalisée par em-
boutissage de la base 210. Une telle configuration est
intéressante lorsque le dispositif de dissipation thermi-
que 200 est prévu pour y loger un circuit imprimé qui
comprend des composants électroniques montés sur
ces deux surfaces planes. Lorsque le circuit imprimé est
recu sur la face 212, les composants électronique mon-
tés sur la face du circuit imprimé qui fait face a la face
212, sont alors logés dans la partie en retrait 216. Des
géométries alternatives peuvent évidemment étre pré-
vues selon le méme principe et réalisées par un embou-
tissage approprié, sans pour autant sortir du cadre de la
présente invention.

[0037] La figure 6 montre une vue schématique d’en
haut d’'un mode de réalisation supplémentaire du dispo-
sitif de dissipation thermique 300 selon l'invention. La
face 314 de la base 310 est montrée. Il s’agit de la face
sur laquelle les ailettes de refroidissement 320 sont
fixées. Par rapport aux exemples précédents, un arran-
gement alternatif des ailettes de refroidissement est il-
lustré a titre exemplaire. Les ailettes 320 s’étendent de
maniere radiale a partir d’'une partie centrale de la base
310 pourformerune structure en étoile ou circulaire. Cha-
que paire dont les ailettes de refroidissement sont radia-
lementopposées par rapport au centre est orientée selon
une direction. D’autres géométries de disposition des
ailettes de refroidissement sont envisageables. Une plu-
ralité plus importante des directions selon lesquels les
ailettes de refroidissement s’étendent implique en géné-
ral une flexibilité accrue au niveau des possibilités de
placement et d’orientation du dispositif 300 au sein d’'un
module lumineux. Avec le nombre de directions de pas-
sage d’air ambient croissant, la probabilité d’'un échange
thermique entre les ailettes de refroidissement etl'airam-
biant est en général accrue.

Revendications

1. Dispositif de dissipation thermique (100, 200, 300)
pour un module lumineux de véhicule automobile,
comprenant une base (110, 210, 310) destinée a
recevoir sur une premiére face (112, 212) un circuit
imprimé (10) et comprenant des moyens de dissipa-
tion thermique sur une deuxiéme face opposée (114,
214,314), les moyens de dissipation thermique com-
prennent des ailettes de refroidissement (120, 220,
320) formeées par des plis d’au moins une feuille mé-
tallique, les ailettes de refroidissement (120, 220,
320) étant solidarisées a la base (110, 210, 310) au
moyen d’une fixation entre au moins un des plis et
la base (110, 210, 310) caractérisé en ce que le
dispositif (100, 200, 300) comprend un couvercle
(130) en Aluminium embouti, destiné a étre fixé de
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10.

1.

maniére étanche sur la premiére face de la base
(110).

Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la base (110, 210, 310) est en Aluminium
embouti.

Dispositif selon une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que les ailettes (120, 220, 320) de
refroidissement sont en Aluminium.

Dispositif selon une des revendications 1 a 3, carac-
térisé en ce que lafeuille métallique a une épaisseur
inférieure a 1 mm.

Dispositif selon une des revendications 1 a4, carac-
térisé en ce que la base (110, 210, 310) et/ou les
ailettes de refroidissement (120, 220, 320) présen-
tent une conductivité thermique entre 180 et 230
W/(m-K).

Dispositif selon une des revendications 1 a5, carac-
térisé en ce que les ailettes de refroidissement
s’étendent suivant au moins deux directions diffé-
rentes paralléles a la base.

Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que le dispositif comprend une pluralité d’ailettes
de refroidissement (120, 220), dont au moins deux
groupes d’ailettes s’étendent suivant deux directions
perpendiculaires entre elles.

Dispositif selon une des revendications 6 ou 7, ca-
ractérisé en ce que le dispositif comprend une plu-
ralité d’ailettes de refroidissement (320) qui s’éten-
dent de maniére radiale suivant une pluralité de di-
rections a partir d'une partie centrale de la base
(310).

Dispositif selon une des revendications 1 a 8, carac-
térisé en ce qu’il comporte une interface thermique
disposée entre les ailettes de refroidissement et la
base.

Dispositif selon une des revendications 1 a9, carac-
térisé en ce que la base (110) comprend, sur sa
premiere face (112), des pions de sertissage (113)
destinés a fixer un circuit imprimé sur cette face.

Module lumineux pour un véhicule automobile com-
prenant au moins une source lumineuse a élément
semi-conducteur et un circuit imprimé comprenant
un circuit de pilotage de I'alimentation de la ou des
sources lumineuses, caractérisé en ce que le circuit
imprimé est fixé sur un dispositif de dissipation ther-
mique (100, 200, 300) du module, le dispositif étant
conforme a une des revendications 1 a 10.
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12. Module lumineux selon la revendication 11, carac-

térisé en ce que le circuit imprimé est recouvert de
maniere étanche par le couvercle du dispositif de
dissipation thermique.

Patentanspriiche

1.

Kuhlkérpervorrichtung (100, 200, 300) fir ein
Leuchtmodul eines Kraftfahrzeugs, umfassend eine
Basis (110, 210, 310), die dazu bestimmt ist, auf ei-
ner ersten Seite (112, 212) eine Leiterplatte (10) auf-
zunehmen, und umfassend Kihlkérpermittel auf ei-
ner zweiten gegeniberliegenden Seite (114, 214,
314), wobei die Kihlkdrpermittel Kihlrippen (120,
220, 320) umfassen, die von Faltungen mindestens
eines Metallblechs gebildet sind, wobei die Kihlrip-
pen (120, 220, 320) mittels einer Befestigung zwi-
schen mindestens einem der Faltungen und der Ba-
sis (110, 210, 310) fest mit der Basis (110, 210, 310)
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (100, 200, 300) einen Deckel (130)
aus tiefgezogenem Aluminium umfasst, der dazu be-
stimmt ist, dichtend auf der ersten Seite der Basis
(110) befestigt zu sein.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Basis (110, 210, 310) aus tief-
gezogenem Aluminium ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kiihlrippen (120,
220, 320) aus Aluminium sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Metallblech eine
Dicke unter 1 mm aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Basis (110, 210,
310) und/oder die Kihlrippen (120, 220, 320) eine
Warmeleitfahigkeit zwischen 180 und 230 W/(m-K)
aufweisen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Kihlrippen
entlang mindestens zwei unterschiedlichen Richtun-
gen erstrecken, die parallel zur Basis verlaufen.

Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung eine Mehrzahl von
Kuhlrippen (120, 220) umfasst, von denen sich min-
destens zwei Gruppen von Rippen entlang zwei
Richtungen erstrecken, die senkrecht zueinander
verlaufen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine
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Mehrzahl von Kihlrippen (320) umfasst, die sich von
einem mittleren Bereich der Basis (310) aus radial
entlang einer Mehrzahl von Richtungen erstrecken.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine Warme-
grenzflache aufweist, die zwischen den Kiihlrippen
und der Basis angeordnet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Basis (110) auf
ihrer ersten Seite (112) Crimpstifte (113) umfasst,
die dazu bestimmt sind, eine Leiterplatte auf dieser
Seite zu befestigen.

Leuchtmodul fir ein Kraftfahrzeug, umfassend min-
destens eine Halbleiterelement-Lichtquelle und eine
Leiterplatte umfassend eine Schaltung zur Steue-
rung der Versorgung der Lichtquelle(n), dadurch
gekennzeichnet, dass die Leiterplatte auf einer
Kuhlkérpervorrichtung (100, 200, 300) des Moduls
befestigt ist, wobei die Vorrichtung einem der An-
spriiche 1 bis 10 entspricht.

Leuchtmodul nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiterplatte dichtend von einem
Deckel der Kuhlkérpervorrichtung abgedeckt ist.

Claims

Heat sink device (100, 200, 300) for a motor vehicle
lighting module, comprising a base (110, 210, 310)
intended to receive, on afirstface (112, 212), a print-
ed circuit board (10) and comprising heat dissipation
means on an opposite second face (114, 214, 314),
the heat dissipation means comprising cooling fins
(120, 220, 320) that are formed by folds of at least
one metal sheet, the cooling fins (120, 220, 320) be-
ing joined to the base (110, 210, 310) by way of an
attachment between at least one of the folds and the
base (110, 210, 310) characterized in that the de-
vice (100, 200, 300) comprises a cover (130) made
of stamped aluminum and intended to be attached
in a sealtight manner to the first face of the base
(110).

Device according to Claim 1, characterized in that
the base (110, 210, 310) is made of stamped alumi-
num.

Device according to either of Claims 1 and 2, char-
acterized in that the cooling fins (120, 220, 320) are
made of aluminum.

Device according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the metal sheet has a thickness of
less than 1 mm.
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Device according to one of Claims 1 to 4, charac-
terized in that the base (110, 210, 310) and/or the
cooling fins (120, 220, 320) have a thermal conduc-
tivity of between 180 and 230 W/(m-K).

Device according to one of Claims 1 to 5, charac-
terized in that the cooling fins extend in at least two
different directions that are parallel to the base.

Device according to Claim 6, characterized in that
the device comprises a plurality of cooling fins (120,
220), of which at least two groups of fins extend in
two directions that are perpendicular to one another.

Device according to either of Claims 6 and 7, char-
acterized in that the device comprises a plurality of
cooling fins (320) that extend radially in a plurality of
directions starting from a central portion of the base
(310) .

Device according to one of Claims 1 to 8, charac-
terized in that it includes a thermal interface posi-
tioned between the cooling fins and the base.

Device according to one of Claims 1 to 9, charac-
terized in that the base (110) comprises, on its first
face (112), crimping studs (113) that are intended
for attaching a printed circuit board to this face.

Lighting module for a motor vehicle, comprising at
least one semiconductor element-based light source
and a printed circuit board comprising a circuit for
controlling the supply of power to the light source(s),
characterized in that the printed circuit board is at-
tached to a heat sink device (100, 200, 300) of the
module, the device being in accordance with one of
Claims 1 to 10.

Lighting module according to Claim 11, character-
ized in that the printed circuit board is covered in a
sealtightmanner by the cover of the heat sink device.
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